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2024 年，深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”）管理团队在

董事会领导下，本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照《中华人民共和国

公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《深圳市强达电路股份有限公

司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《经理工作制度》的要求，勤勉尽责，

贯彻执行董事会、股东会决议，带领经营团队开展 2024 年度各项工作。在此，

我谨代表公司管理层向董事会总结汇报 2024年度相关工作，具体如下： 

一、2024年经营管理工作回顾 

（一）公司经营业绩 

2024年，公司积极面对国内外经济环境带来的不利影响，坚持 PCB中高端

样板和小批量板的定位，持续提升技术工艺制程、拓宽新兴产品型号、增强规模

化交付样板和小批量板产品的能力，进一步巩固公司在中高端样板和小批量板领

域的地位。 

截至 2024 年期末，公司总资产人民币 138,091.80 万元，归属于上市公司股

东的净资产人民币 107,924.07万元；2024年，公司实现营业收入人民币 79,304.14

万元，同比增长 11.19%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 11,264.82万

元，较上年同期增长 23.70%。 

（二）客户维护与拓展 

2024 年宏观经济面临下行压力、下游市场竞争趋烈、国际贸易等不确定性

因素增加，公司面临严峻的挑战和风险。公司凭借稳定的品质、及时交付、扎实

的技术等优势获得既有客户的信赖，维护与巩固与现有客户的稳定合作关系。同

时，公司积极的开拓新客户，努力扩大销售。2024 年度，公司开拓的新增客户

达 648 家。 



（三）技术研发创新 

为保持公司产品的持续竞争力，2024 年公司高度重视自主创新和研发投入。

2024 年公司研发投入人民币 4,509.46 万元，研发费用率 5.69%，持续开展 5G 通

信、光模块、汽车雷达、AR、VR 等领相关例如：低损耗微基站滤波电路板的技

术研究、1.6T 光模块板加工的技术研究、4D 成像毫米波雷达 PCB 的技术研究、

应用于 AR、VR 领域 HDI 板的技术研究等技术研发项目。截至 2024 年末，公司

共有 139 名研发人员，服务于公司新产品、新技术的开发和工艺技术的研究，持

续提高公司自主研发的知识产权和核心竞争力。2024 年，公司先后取得 3 项发

明专利、9 项实用新型专利。 

（四）首次公开发行股票并上市 

2024 年度，公司积极筹划并推进申请首次公开发行人民币普通股股票（A

股）的各项工作。经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意深圳市强达电路

股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1140 号）同

意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,884.40 万股，每股面值为人

民币 1.00 元，发行价格为人民币 28.18 元/股，募集资金总额为人民币 53,102.39

万元。上市以来，公司的品牌价值、市场知名度、资本实力亦得到提升，进一步

加强了市场对公司的认可度。 

二、2025年重点工作规划 

PCB行业作为电子信息产品制造业的基础性产业，随着工业自动化、5G通

信、新能源汽车、半导体和数字经济等新兴领域行业的快速发展，Prismark预测，

2029 年的全球 PCB 产值将达到 946.61 亿美元左右，我国 PCB 市场产值将达到

约 412.13亿美元，PCB市场空间巨大。 

面对 PCB 行业发展的机遇和挑战，公司将通过积极开拓市场、打造优秀技

术团队、提升自主研发、强化组织能力建设等措施，进一步提高公司综合竞争力，

和市场占有率。2025年，公司将重点开展以下工作： 

（一）开拓市场和优化销售服务 

2025 年，公司将凭借多品种、小批量、快交付的柔性化生产制造优势和和



客户资源优势，加强与现有客户的合作深度，积极走访大客户，出台激励措施，

争取更多 PCB 采购订单。同时根据行业发展趋势，及时、适度调整营销策略，

努力开拓国内外市场，加大销售服务力度，力争改善经营状况。 

（二）强化产品研发和技术创新 

根据市场发展趋势、下游客户需求和主要竞争对手动态合理规划，有计划、

有目的、有步骤地进行技术开发和创新，着重提升内部研发能力，持续增加技术

研发的投入，进行生产工艺改进，开发高附加值的 PCB 产品，努力实现在产品

层数、铜厚、高密度互连阶数、电路图形精密度、高频高速等方面工艺技术的创

新突破，保证公司产品的竞争优势和可持续发展。同时，完善公司研发管理体系

与研发激励机制，加大对技术研发人员研发和创新成果的激励。此外，引进更多

专业人才，保持公司技术研发队伍的活力与创新能力。 

（三）人力资源管理建设 

努力建立与业务战略相配称的人力资源开发与管理职能团队，以企业发展战

略为导向，重点把握招聘甄选、人才培育、人员配置、绩效评估、员工激励、员

工关怀等关键环节，提升公司人力资源开发与管理的能力，发挥人才对企业发展

的重要支撑作用，以实现人才与公司的共同成长。公司将进一步通过内部培训、

联合培养、人才引进等多种方式大力扩充人才队伍，不断改善员工的知识结构、

年龄结构和专业结构，建立符合企业快速发展需要的人才梯队。 

（四）推进项目建设 

2025 年，公司将继续以高标准搞要求推进子公司南通强达电路科技有限公

司（以下简称“南通强达”）“年产 96 万平方米多层板、HDI 板项目”进展，

建设南通强达新厂区，扩充公司整体产能和规模、完善产线布局、丰富中高端

PCB 产品型号及优化产品结构，以期进一步提高公司产品的市场占有率，稳固

公司行业地位，助推公司快速长远发展。 

 

深圳市强达电路股份有限公司 



经理：宋振武 

2025年 4月 17日 
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